切片机技术参数及要求
切片厚度：1-60μm
修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm

水平进样幅度：≥22mm

垂直样品行程：≥68mm

有样品回缩功能

具有二合一刀架，同时适用宽刀片和窄刀片

进样手轮可自定义顺时针及逆时针转动方向

样本定位系统可8度水平定位样本
10.废屑槽可拆卸

11.刀架带具有护手
12.具备刀架三点锁定及侧向移动功能

13.手轮≥2个独立的安全锁定系统
14.样本夹可单手操作。
